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ZAKLADNI VLASTNOSTI VYROBKU A
JEHO APLIKACE

Riston® MultiMaster MM500 ma velmi silnou
odolnost proti odchlipovani od jakychkoliv
povrchi. Tento resist je kompatibilni s povrchy
opatfenymi médénou vrstvou. Na zdrsnénou i
nezdrsnénou vrstvu meédi nanesenou bezproudovym
pokovenim, pfimym pokovenim a platovanim.

Tento resist byl dale zkonstruovan pro nasledujici
aplikace: kyselé a alkalické leptani, tenting a
leptani a pro pokoveni v laznich méd’, cin,
cin/olovo, nikl a zlato

CAST 1: MEDENE POVRCHY A
JEJICH PRIPRAVA

UDAJE O ZPRACOVANI

Tento technicky list obsahuje typické informace o
zpracovani produktu Ristone MultiMaster MMS500.
Udaje uvedené v této piiruéee byly ziskany na
vyrobnich zafizenich i z testovacich metod

v laboratofi a jsou poskytovany formou doporuceni.
Skute¢né parametry pti zpracovani budou zéviset
na pouzitém technickém vybaveni, chemikaliich,
pouzité metod¢ a mély by byt nastaveny tak, aby
vzdy zajistily nejlepsi vysledky. Dalsi podklady o
obecném zpracovani produktl Riston® naleznete

v publikaci General processing Guide (DS98-41).

ZPECNA MANIPULACE

Informace o bezpecné manipulaci naleznete

v bezpecnostnim listu (MSDS — Material Safety
Data Sheet) pro vypary vznikajici pii pouziti
suchého fotoresistu Ristone. Tento bezpecnostni list
a hodnoty vyparti v ném byly vytvofeny pii pouziti
nejvyssi doporucené teploty laminovaciho valce.
Uvédomte si, Ze piekrocenim této teploty béhem
zpracovani muzete zplsobit zvySeni mnozstvi
vypart a zménu jejich obsahu od toho, ktery je
uveden v bezpecnostnim listu. Vice informaci o
bezpe¢né manipulaci naleznete v publikaci
TB-9944 “Handling Procedure for DuPont
Photopolymer Films*.

USKLADNENI{, BEZPECNE OSVETLEN{

Doporuceni o uskladnéni a bezpecném osvétleni
pro produkty Ristone naleznete v publikaci General
processing Guide (DS98-41).

ZPRACOVANI ODPADU

Informace o zpracovani odpadu z fotoresistivnich
filmd najdete v posledni literatufe spole¢nosti
DuPont a ve statnich a mistnich nafizenich.
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Riston® MultiMaster MM500 je siln¢ odolny proti
odchlipovani od vSech povrcht. Riston®
MultiMasterMMS500jekompatibilni

s nasledujicimi povrchy a metodamijejich
ptipravy:

* /L meéd’
Cisténa pemzou
Cisténa chemicky
* Bezproudove pokovené povrchy
Hladké
Zdrsnéné pemzou a kartacem
* Pfimo pokovené povrchy
* Platovana méd’
Hladka
Zdrsnéna

Antioxidanty
V souladu s navody vyrobcti mohou byt uspésné
pouzity nasledujici antioxidanty:

* Duratech PCL
» Enthone Entek Cu56

(dobré vysledky mizete ziskat i s pouzitim jinych
antioxidanti)

Informace o navrhu ptedlaminaéniho ¢isténi
naleznete v publikaci General Processing Guide a
v ptislusnych odkazech.
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CAST 2: LAMINACE

Lamina¢ni podminky pro DuPont
HRL-24/Yieldmastere Film Laminator

CAST 3: EXPOZICE

* Pfedehrati: Volitelné

* Teplota laminovaciho valce: 105-120 °C
* Doporucena: 115°C
POZNAMKA

Oc¢ekavana vystupni teplota desky

* Vnitini vrstvy: 60-70 °C
* Vnéjsi vrstvy (zlata deska): 50-55 °C

* Vngjsi vrstvy
(Cu/Sn, Cu/Sn-Pb): 45-55 °C

Informace o tom, jak vyuZzivat vystupni teplotu
desky pro fizeni zpracovani naleznete v publikaci
General Processing Guide.

* Rychlost valce: 0,6-1,5 m/min
* Vzduchovy piitlak: 0-2,8 bar
POZNAMKA

Pro vzduchovy pfitlak 1,4 bar a vice pouZzivejte
plny valec.

Laminaéni podminky pro automatické
laminatory

* Pfedehrati: Volitelné

* Teplota Seal Bar: 50-80 °C

* Teplota laminovaciho valce: 100-115 °C
POZNAMKA

Ocekavana vystupni teplota desky

* Vnitini vrstvy: 60-70 °C
* Vngjsi vrstvy (zlata deska): 45-55°C

* Vngjsi vrstvy
(Cu/Sn, Cu/Sn-Pb): 50-55 °C

Informace o tom, jak vyuzivat vystupni teplotu
desky pro fizeni zpracovani naleznete v publikaci
General Processing Guide.

* Tlak Seal Bar: 3,5-4,5 bar

* Tlak laminovaciho vélce: 3,0-5,0 bar

* Doba Seal: 1-4s

* Rychlost laminace: 1,5-3,0 m/min
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Riston® MultiMaster MM500 miize byt exponovan
na vSech standardnich zafizenich pouzivanych ve
vyrob¢ plosnych tisténych spoji. Pouzijte lampy
vyhovujici nejvétsi citlivosti resistu, ktera je
ptiblizné mezi 350 a 380 nm.

Ristone MultiMaster MM 500 ma lepsi rozliSovaci
schopnost a §irsi expozi¢ni pruznost nez ostatni
resisty. Je také mnohem odolngjsi proti vzniku
nefunkénich spojt, které bézné vznikaji pii
expozici ramct sklo/sklo.

Pfi optimalnim zpracovani mizete s materialem
Riston® MultiMaster MM500 dosahnout rozliseni
(Sitka Cary a mezery — Lines and Spaces L/S) az
50um.

DOPORUCENY EXPOZICNI ROZSAH

MM530  MMS540  MMS550

Nominalni

tloustka 30 pm 38 um 50 pm
RST 25 10-18 10-18 10-18
SST 21 7-9 7-9 7-9
SST 41 19-28 19-28 19-28
mJ/cm2 23-50 25-55 28-60
Doporuceni:

* V aplikacich, kde je pozadovano vysoké rozliSeni
(100pm L/S) zaénéte expozici na RST 13-14.

* Pro rozliseni >125um L/S za¢néte expozici s RST
15-16.

POZNAMKA
* RST = DuPont Riston® 25-Step Density Tablet —
25-troviova stupnice hustoty.

* SST41 = Stouffer 41-Step Sensitivity Guide —
41-uroviiova $ablona citlivosti.

* SST21 = Stouffer 241-Step Sensitivity Guide —
21-Groviiova $ablona citlivosti.

* Energie expozice (mJ/cmz2) podle mezinarodniho
svételného radiometrického modelu IL1400A se
sondou Super Slim UV Probe (SSLO01A) a
expozi¢ni jednotkou Olec AP30-8000.
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CAST 4: VYVOLANI

Riston® MultiMaster MM 500 mize byt vyvolavan
s dobrou vynosnosti v uhli¢itanu sodném nebo
draselném. MM500 ma §irokou vyvolavaci
pruznost a je méné citlivy na pfesnou koncentraci
vyvojky, bod vymyti a tvrdost oplachové vody nez
vétsina ostatnich resistl.

Doporuceni pro vyvolani

« Tlak osttiku: 1,4-2,2 bar
(upfednostiiovany jsou vysokotlaké ptimé véjifoveé
nebo kuzelové trysky)

¢ Chemikalie:
(v hmnotnostnich procentech):
0,70-1,00%; preferovano 0,85%Na2CO3:
NA2C03.H20: 0,80-1,10%; preferovano 1,00%
K2C03:0,75-1,00%; preferovano 0,90%

POZNAMKA

Pouziti pomalu pracujicich vyvojek obsahujicich
KOH (hydroxid draselny) nebo NaOH (hydroxid
sodny) nedoporucujeme pro fotoresisty DuPont
Ristone. Jejich pouziti mize vést k nadmérnému
pénéni a vysokému rozpousténi vyvolavaného
fotoresistu snizujici postranni kvalitu a rozliSeni
fotoresistu. Také pouziti pomalych chemikalii mize
zvetsit vytvafené mnozstvi usazenin ve vyvojce,
coz se projevi v nakladech na ¢isténi zafizeni.

* Teplota: 27-35 °C; preferovano 30 °C
* Bod vymyti: 50-65% (preferovano 60%)

« Cas v lazni (ptiblizny):
Ristone® MultiMaster MM530: 39-56s
Riston® MultiMaster MM540: 45-65s
Riston® MultiMaster MM550: 52-72s

* Mnozstvi resistu:

prubézné (Feed & Bleed):0,07-0,14 m2/1
Po davkéch (Batch Processing): do 0,20 m2/1

* Oplachova voda: ptipustna je tvrda (150-
250ppm CaCOs ekvivalent) nebo mékka voda.

* Trysky pro oplachovou vodu: Preferovany jsou
vysokotlaké ptimé véjifové trysky.

* SuSeni: Dikladn¢ vysuste do uplného sucha.
Prednostné pouzivejte horky vzduch.

POZNAMKA
Rozsahy ¢asu v lazni byly stanoveny ve
vyvolavacim zafizeni Chemcut 547 s pouzitim
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uhli¢itanu sodného a mnozstvim resistu 0,07 —
0,17m2/1. Ostatni parametry byly nastaveny ve vyse
zminénych preferovanych rozsazich.

Odpénovace

Pti zpracovani produkti Ristone MultiMaster
MMS500 miizete potiebovat odpénovac. Pokud ho
budete muset pouzit, pridejte 0,8ml/l nékterého

z nasledujicich odpénovacu:

*  FoamFREE™ 94(
. Pluronic 31R1

* Dexter DF1205

* RBPBB

Svou funkci mohou splnit i jiné odpéhovace.

CAST 5: POKOVENI

(KYSELY SIRAN MEDNATY; CIN/OLOVO;
CiN; NIKL; ZLATO)

(Vidy dodrzujte doporuceni vyrobct chemikalii pro

pokovovani)

Riston® MultiMaster MM 500 miiZe byt pouzit pro
proces pokoveni v laznich z kyselé médi,
cinu/olova, cinu, niklu a zlata. Riston® MultiMaster
MMS500 je silné odolny proti odchlipovani a
pokoveni pod svym povrchem. Podminky béhem
procesu pokoveni zkusebniho vzorku Ristone
MultiMaster MM500 by nemély byt ménény.

Doporuceni: Sekvence procesu ¢isténi
pred pokovenim

— Kysely ¢isti¢: 38-50 °C; 2-4 minuty

— Opléchnuti sprejem a/nebo v nadobé: 2 minuty

— Odstranéni vrstvi¢ky 0,15-0,25 pm médi
mikroleptanim (doba podle potieby).

— Opléchnuti sprejem a/nebo v nadobé: 2 minuty

— Smoceni v kyseling sirové (5-10 %); 1-2 minuty

— (Volitelné oplachnuti sprejem; 1-2 minuty)

Doporucené kyselé horké mydlové
Cistice:

VersaCLEAN® 425:
6-12 %; 40-50 °C; 2-4 minuty

POZNAMKA
Dobré vysledky mohou byt dosazeny i s jinymi

Cistici.

http://www .jamiel.cz



CAST 6: LEPTANI

* Riston® MultiMaster MM500 je kompatibilni s a
siln¢ odolny vétsiné alkalickym ¢pavkovym
leptacim procestim. Excelentni pfilnavost po
vicenasobném projiti alkalickym leptacim
pfistrojem urc¢enym pro meéd’ 40Z.

* Ristone MultiMaster MMS500 je kompatibilni
s vétsinou kyselych pfipravkt uréenych pro
leptani. Naptiklad s chloridem méd’natym,
H202/H2S04 a chloridem zelezitym.

CAST 7: STRIPOVANi

Film Ristone MultiMaster MM500 je vytvofen tak,
aby po jeho rozlozeni na kousky dochazelo k

jeho naslednému pomalému rozpousténi ve
stripovacim roztoku. Tento fakt dovoluje vyjmout
rozlozeny resist jesté pred jeho rozpusténim a
zarucuje tak zvySeni zivotnosti stripovaciho roztoku
a tim 1 sniZeni vyrobnich nakladt. Doporuceno je
provadet filtraci.

Doporuceni pro stripovani

* Chemikalie:
NaOH: 1,5-3.0 %; rychlejsi stripovani pii 3,0%
KOH: 1,5-3,0 %; rychlejsi stripovani pti 3%
Vlastni stripovaci roztoky: koncentrace podle
doporuceni vyrobce roztoku

* Tlak posttiku: 1,4-2,4 bar

* Trysky: Ptimé vysokotlaké véjitové trysky
* Bod vymyti: 50% nebo méné

« Cas ve stripovacim roztoku:

(jedna se o ptiblizny ¢as ve vtefinach pii teploté
roztoku 55 °C a pii bodu vymyti 50 %)

Chemikalie MM3500
3,0 % NaOH 60-80

1,5 % NaOH 130-160
3,0 % KOH 110-140
1,5 % KOH 140-170

* Odpenovace: Postupujte podle doporuceni v
Casti 4: Vyvolani.
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* Stripovaci roztoky
S uspéchem byly pouzity pro Ristone MultiMaster
MMS500 nasledujici stripovaci roztoky.

RBP ADF-30
Durastrip ARS-40
Atotech RR-3
Dexter RS1609
NTS402HV
Alphametals PC 489

Dobré vysledky mizete ziskat i s pouzitim jinych
stripovacich roztokd.

Uspésné miize byt pouzita i smés 3% NaOH (nebo
KOBH) plus 3% MEA (monoethanolamine).

Spole¢nost DuPont nenese zadnou zodpovédnost za
ptipadné chyby zpisobené prekladem.

Odpovédi na Vase otazky a dalsi informace o tomto
produktu ziskate u dodavatele materialu DuPont pro
CR a SR:

JAMI electronics s.r.o.
Dubenecka 827
190 12 Praha 9

Tel: 281930 559

Mobil: 603 716 490

www:  www.jamiel.cz

e-mail: marcela.viskova@jamiel.cz
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